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ANDUS-Bildergalerie

. Haus-Information
Technologie-Anwendungen

Man glaubt es kaum - aber der

Kalender zeigt es uns deutlich - es

. ) . weihnachtet wieder. Ein erfolgreiches
In der letzten INFORMANDUS-Ausgabe Multitalent: Starrflex-Leiterplatte mit = Geschéftsjahr geht zu Ende; unseren

Nr. 3/05, hatten wir u.a. Uber “Die HDI-Technologie (Microvias, vergrabene | Erfolg messen wir an den Kontakten
Leiterplatte des Monats” aus unseren Vias) und kontrollierter Impedanz. | mit unseren Kunden. Fur diese
Internet-Seiten berichtet. Viele Rick-  Einfache 3D-Systemintegration nach der | partnerschaftliche Zusammenarbeit
fragen veranlassen uns heute, die | Bestiickung. bedanken wir uns auf das Aller-
entsprechende Bildergalerie aus- herzlichste bei Ihnen. Gemeinsam
Zugsweise Vorzuste”en; sie Zeigt geht es nun be| fast allen Firmen in die
monatlich eine Technologie-Anwendung Weihnachtsferien:
aus dem umfangreichen Fertigungs- Unsere Betriebsruhe beginnt am
programm unserer high-tech Prototypen- 27. Dezember 2005
Leiter-platten. Hierzu folgende Beispiele: und endet am
Erfolgreiche HF-Sandwich-Leiterplatte 30. Dezember 2005.
Kombination von hochwertigem HF- o ; “
Material mit FR4 fir Leiterplatten fiir ein Microvias mit Chemisch Zinn: Unsere rlj;(r:rl]hégnl??ﬁloé{ﬁ)sep%?;?nnsg;g‘taﬁ]o_nzjlfar
optimales Preis-Leistungs-Verhaltnis. neue Anlage ermdglicht die 100%-ige | |etzte Arbeitstag in diesem Jahr
> P . . Beschichtung in Sackléchern selbst bei X

unglinstigen Aspekt-Verhéltnissen. Die Freitag, 23. Dezember 2005
Schichtdicke von > 0,8 ym garantiert gute =~ Und der nachste Arbeitstag
Mehrfach-Létbarkeit bis zu 1 Jahr. Montag, 02. Januar 2006.

y ) 5 P=E In diesem Zusammenhang stehen
lhnen dann samtliche Terminstufen -
vom Turboblitz 1 Arbeitstag bis zur
Normallieferung ab 15 Arbeitstagen
zur Verfiigung!

Eisberg-Technik: Selektives Dick-
kupfer fir die Kombination von hohen
Strémen und Leistungsbauteilen mit
feinen Leitern z.B. bei QFPs und BGAs.

Zu den bevorstehenden Feiertagen
wiunschen wir Ihnen recht frohe und
erholsame Stunden sowie zur

Plugging: Geflillte und metallisierte Vias, = janreswende einen guten Rutsch ins
zur Entflechtung von HDI-Bauelementen | neue Jahr 2006.

wie z. B. uBGAs etc., zur optimalen HF-

Leitungsfuhrung und ideal als Ther-
mische Vias unter Bauelementen. Bernd Lochau und Lothar Oberender

Dickkupferleiterplatte mit 1 mm Kupfer;
ob Hochstromanwendungen oder zur
Entwarmung, Dickkupfer ist eine wichtige
Methode im Thermischen Management.

Die seit mehreren Jahren gefiihrte

Bildergalerie gehen nicht nur in die Weihnachts-
“Leiterplatte des Monats” ferien, sondern gleich weiter in den
zeigt weitere interessante Anwendungs- | Ruhestand; BEIDE bedanken sich bei
beispiele verschiedener Technologien. | allen Geschaftspartnern fur
Bléattern Sie einfach mal im Internet jahrzehntelanges Zusammenarbeiten
www.andus.de und Vertrauen!
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6-Lagen Multilayer, Material FR4

Lagenaufbau

Blick
in die Technik:

ANDUS-Lagenaufbauprogramm | — = 40
Beschreibung und Beipiele - Teil2/2 i

8-Lagen Multilayer RO4350 / FR4
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Bei der Planung von Leiterplattenauf- Die Ergebnisse koénnen in unter-
bauten stellt man immer wieder fest, dass  schiedlichen Formaten in die Zeich- B |
dem Konstrukteur keine geeigneten nungssatze eingearbeitet weden. Die SRR o RIS
Werkzeuge fir die Erstellung solcher folgenden technologischen Gesichts- . R
" punkte sind zu berlicksichtigen: [S0 75 2ecrhs |
Aufbauten zur Verfligung stehen. . NS 4 —
ANDUS hat dafiir ein P ¢ e Materialauswahl hinsichtlich therm- b R
. . at darur ,e'n rogramm ent-'ischer, mechanischer und elektrischer = —
wickelt mit dessen Hilfe Lagen-aufbauten ; " [ZmimE 2 FR |
. : Eigenschaften 5 oLl
unter allen notwendigen technologischen ¢ Technologische Einfliisse bei der 2075 4T 10 100 Fd
Gesichtspunkten erstelltwerdenkénnen. | Verarbeitung / Veranderung der Geo- e 1
metrien am fertigen Produkt. a —
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1080AT B4:52 FRA - Das ANDUS-Lagenaufbauprogramm
e w—Laten | kénnen wir lhnen als hilfreiches
—_————— Arbeitsmittel gerne zur Verfligung stellen.
_ Durch lhre Anforderung erhalten Sie eine
R i kostenlose DEMO-Version fiir zunéchst
 FRE drei Monate; diese kénnen Sie zum
iz Mess P [ =] 3 | S = Foldmid Kennlernen und zur Erprobung nutzen.
el F gl e ig'ﬁm Wahrend dieser Zeit steht lhnen zu
Sulee 2 | BehichelR inhaltlichen Riickfragen unser
) - Einligen| Mo
- Mﬂl Dinucken| Lischen Herr Wolfgang Kiihne
Spiegeh| Bohug Tel.: 030- 61 00 06-27
Heus: Masterial | Test | MESSEN| E-Mail: w.kuehne@andus.de
Schichl (537 Cinvdiir
:; Leck 50— ';_r:;:: gerne zur Verfigung. Nach der DEMO-
S Z ' Version senden wir lhnen dann das
Leppald  Eia ULE vollstandige Programm - im Zusammen-
r_4L1100FR4mb hang mit einer Schutzgebuihr - zur dauer-
=l haften Nutzung zu; bitte rufen Sie uns
diesbezliglich an.
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ANDUS ELECTRONIC GMBH LEITERPLATTENTECHNIK
Gorlitzer Str. 52 - 10997 Berlin - Tel. (030) 61 00 06-0 - Fax (030) 6 11 60 63
E-Mail: info@andus.de - Internet: www.andus.de
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